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Open Innovation

Per Leonardo Open Innovation significa aprirsi all’interazione e 

alla collaborazione, sia al proprio interno, sia con realtà 

innovative esterne.
Alla base, costanti investimenti in ricerca e sviluppo, decisivi 

per l’evoluzione dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza, settore 

strategico per il progresso della comunità globale.



Open Innovation

Un ecosistema in cui far crescere il talento e la 

creatività delle persone

- scambi di idee,

- Interdisciplinarietà

- modalità di interazione innovative

Leonardo svolge le attività di ricerca nell’ambito di un network globale di oltre 70 centri di 

ricerca e università, e un numero crescente di partner, imprese e start up impegnate 

insieme nello sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche.



Open Innovation

Leonardo promuove attività di networking che coinvolgono università, centri di 
ricerca e un numero crescente di partner, imprese e start-up su scala globale

Ideato e sviluppato in 

collaborazione con sei atenei 

italiani

Iniziativa interna, dedicata a 

tutta la popolazione di 

Leonardo, volta a far emergere 

idee di business innovative

Business Innovation Factory

Acceleratore di start up, realizzato in partnership con 

LVenture Group, per sviluppare soluzioni innovative in 

grado di ampliare l’offerta di servizi nell’Aerospazio Difesa 

& Sicurezza
www.leonardoaccelerator.com

Maratona di idee che si 

svolge secondo la 

modalità dell’hackathon: 

sfide tecnologiche volte 

a promuovere e 

realizzare soluzioni 

creative e a trarre 

ispirazione per nuovi 

prodotti e servizi. 

https://www.leonardoaccelerator.com/


Solvers Wanted

Piattaforma di scouting

solverswanted.leonardo.com

Aperta a Università, Spin-Off, Start Up, 

PMI (innovative e non), Centri di Ricerca

solverswanted.leonardo.com/
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Solvers Wanted: le Co-Challenge

• la Challenge correlate al GCAP –

Global Combat Air Programme (live)

• una prima call assieme alla 

fondazione Cotec (Enel, Eni) sulla 

sicurezza sul lavoro (live)

• la call for solution realizzata con 

Open Italy, con oltre 180 innovation

needs pubblicati (closed)
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Exploit My Patent

L’obiettivo della challenge è quello 

di individuare una o più modalità di 

applicazione industriale dei brevetti 

messi a disposizione sulla 

piattaforma «Solvers Wanted», 

valorizzando le invenzioni anche in 

contesti diversi da quelli in cui 

opera Leonardo. 

https://solverswanted.leonardo.com/it/page/exploits-my-patent-it
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Exploit My Patent 

• Licenza d’uso gratuita del 

Brevetto fino a 18 mesi

• 20k€ per realizzazione di un 

PoC di 12 mesi

• Mentorship dell’Inventore

• Possibilità di Business Plan da 

proporre a Leonardo

Università, Spin-Off, Start Up, PMI (innovative e non), Centri di Ricerca
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Brevetti della challenge 

Il brevetto riguarda un procedimento per 

la riparazione di pannelli in materiale 

composito. Una soluzione tecnologica 

che ha come finalità principale quella di 

ridurre i costi della riparazione e al 

tempo stesso di offrire elevati standard 

di qualità.

Una nuova e più efficiente tecnologia di 

raffreddamento e di controllo dei 

transitori termici, che aumenta la 

dissipazione verso ambiente e limita le 

escursioni di temperatura a parità di 

ogni altra condizione, senza peggiorare 

le caratteristiche d’ingombro, massa, 

consumo energetico, sicurezza e 

affidabilità.
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Il brevetto descrive la procedura di riparazione di laminati costruiti in materiale composito. La procedura è eseguita mediante

un dispositivo portatile che permette di utilizzare aria pressurizzata per comprimere una toppa sulla superficie da riparare,

precedentemente incisa con taglio angolare lungo i suoi bordi.

L’invenzione rappresenta un processo innovativo per riparare i laminati in composito, con un’attrezzatura leggera in grado di

esercitare pressione sulla toppa di riparazione senza la necessità di smontare le strutture e tornare in autoclave. Il risultato è

quello di effettuare riparazioni efficaci dei lavorati in composito con tempi accettabili, con qualità maggiore rispetto al

tradizionale sacco a vuoto e paragonabile a quella della riparazione in autoclave.

HPRD – Idea Concettuale (immagine da brevetto).

Priorità: Marzo 2011

Deposito italiano TO20100238A1 

Brevetto europeo EP2371523B1

Brevetto statunitense US8356649B2

Materiali Riparazione strutture in materiale composito

Costruzioni Pannelli e rivestimenti con funzione anche strutturale

Automotive

Ferroviario
Navale

Manutenzione parti in composito

Utilities 
(Eolico/Pipeline)

Riparazione parti in composito soggette a sollecitazione

Possibili applicazioni:

HPRD – Un metodo per la riparazione di parti in composito
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Circuito a fluido per raffreddamento di sistemi elettronici

L’invenzione rappresenta una nuova e più efficiente tecnologia di raffreddamento e di controllo dei transitori termici; permette

di aumentare la dissipazione verso l'ambiente e di limitare le escursioni di temperatura rispetto alle soluzioni tradizionali,

senza peggiorare le caratteristiche d’ingombro, massa, consumo energetico, sicurezza e affidabilità.

Idea Concettuale (immagine da brevetto).

Priorità: Dicembre 2016

Deposito italiano IT201600129385A1 

Brevetto europeo EP3339789B1

Brevetto statunitense US10228193B2

Il brevetto protegge le caratteristiche costruttive e il principio di funzionamento di

un circuito a fluido bifase, privo di componenti attivi e con percorso ottimizzato,

posto a contatto con le pareti di un apparato elettronico. Il circuito è costituito dai

seguenti elementi:

• Un evaporatore di forma circolare disposto sul lato della parete che riceve il calore;

• Una camera di compensazione con forma identica all’evaporatore, ma disposta sul lato della

parete che cede il calore all’ambiente esterno;

• Fra evaporatore e camera di compensazione esiste una sottile parete porosa detta Wick,

che genera la spinta capillare sul liquido verso l’evaporatore;

• Un circuito distribuito sulle due facce della parete il più lungo e distribuito possibile.

Brevetto giapponese JP7191511B2

Brevetto Hong Kong HK1256119

Pubblicazione cinese CN108235648A

Possibili applicazioni:

Elettronica
Controllo termico dei dispositivi elettronici a 

elevata dissipazione, inclusi i PC e i Tablet.

Automotive Controllo termico dei motori di veicoli elettrificati
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Exploit My Patent  - Profilo Soggetto Innovativo
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Exploit My Patent  - Profilo Soggetto Innovativo
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Exploit My Patent  - Partecipazione alla Challenge
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Exploit My Patent  - Partecipazione alla Challenge
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Exploit My Patent  - Partecipazione alla Challenge
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Exploit My Patent 

technology_transfer@leonardo.com

• Pagina web della challenge:

• Per maggiori informazioni:

https://solverswanted.leonardo.com/it/page/exploits-my-patent-it

solverswanted@leonardo.com

Leonardo S.p.A. - Technology Transfer Office

mailto:technology_transfer@leonardo.com
https://solverswanted.leonardo.com/it/page/exploits-my-patent-it
mailto:solverswanted@leonardo.com

